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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年7月9日(2015.7.9)

【公開番号】特開2014-22654(P2014-22654A)
【公開日】平成26年2月3日(2014.2.3)
【年通号数】公開・登録公報2014-006
【出願番号】特願2012-161836(P2012-161836)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月25日(2015.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア層を挟み、一方の面に電源層、他方の面にグランド層が積層され、更に、少なくと
も前記電源層側に、絶縁層を間に介在させて複数の信号配線層が積層された多層構造のプ
リント基板であって、
　前記複数の信号配線層のうち、前記電源層に隣接する信号配線層は信号配線パターンが
設けられており、
　前記電源層の前記信号配線パターンと対向する領域に、グランドプレーンを形成し、
　前記信号配線パターンの両側で、前記信号配線パターンに対して前記グランドプレーン
と反対側に位置する信号配線層にバイパスコンデンサを設け、
　前記バイパスコンデンサが、前記グランド層と前記グランドプレーン、及び前記電源層
に電気的に接続されていることを特徴とするプリント基板。
【請求項２】
　前記グランド層と前記グランドプレーンは、少なくとも２箇所においてビア接続されて
いることを特徴とする請求項１に記載のプリント基板。
【請求項３】
　前記バイパスコンデンサが複数設けられた信号配線層に、該各バイパスコンデンサの間
に位置するようにしてグランドパターンを形成し、前記信号配線パターンの周囲を囲むよ
うにして前記グランドプレーンと前記グランドパターンとが少なくとも２箇所においてビ
ア接続されていることを特徴とする請求項1又は２に記載のプリント基板。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のプリント基板が搭載されていることを特徴とす
る電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０００８】
　前記目的を達成するために本発明に係るプリント基板は、コア層を挟み、一方の面に電
源層、他方の面にグランド層が積層され、更に、少なくとも前記電源層側に、絶縁層を間
に介在させて複数の信号配線層が積層された多層構造のプリント基板であって、前記複数
の信号配線層のうち、前記電源層に隣接する信号配線層は信号配線パターンが設けられて
おり、前記電源層の前記信号配線パターンと対向する領域に、グランドプレーンを形成し
、前記信号配線パターンの両側で、前記信号配線パターンに対して前記グランドプレーン
と反対側に位置する信号配線層にバイパスコンデンサを設け、前記バイパスコンデンサが
、前記グランド層と前記グランドプレーン、及び前記電源層に電気的に接続されているこ
とを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明に係るプリント基板は、電源層の信号配線パターンと対向する領域に、グランド
プレーンを形成し、信号配線パターンの両側で、この信号配線パターンに対してグランド
プレーンと反対側に位置する信号配線層にバイパスコンデンサを設け、バイパスコンデン
サが、グランド層とグランドプレーン、及び電源層に電気的に接続されている。
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